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Abstract (en)
[origin: WO9006593A1] A lead pack which includes a rectangular frame (18, 28) of polymer insulating material and a plurality of leads (34)
imbedded in said frame and extending inwardly and outwardly therefrom for attachment to an associated integrated circuit and for attachment of
the leaded integrated circuit to an associated printed wiring board or like circuit. The insulating frame serves as a dam or sealing means in an
encapsulating process. An additional frame (29) stabilizes and positions. The outwardly extending ends of the leads (34). A reusable transport and
test tape (12) which includes a plurality of leads (62) adapted to receive and connect to the leads (34) of the lead pack and the position the lead
pack for reception of an integrated circuit for bonding of lead pack leads to the contact pads of the integrated circuit and to move the lead pack and
integrated circuit into succeeding processing stations where the circuit is packaged and tested, and then excised.

Abstract (fr)
L'invention concerne un boîtier de conducteurs comprenant une structure rectangulaire (18, 28) en matériau polymère isolant, ainsi qu'une pluralité
de conducteurs (34) insérés dans ladite structure et s'étendant intérieurement et extérieurement dans et hors celle-ci, destiné à être fixé à un circuit
intégré associé et destiné à la fixation du circuit intégré à conducteurs à une plaquette de câblage imprimé associée ou à un circuit analogue. La
structure d'isolation sert de barrage ou de moyen de fermeture hermétique dans un procédé d'encapsulage. Une structure additionnelle (29) stabilise
et positionne les extrémités des conducteurs (34) s'étendant extérieurement. Elle concerne également un film (12) de transport et de test réutilisable
comprenant une pluralité de conducteurs (62) adaptée pour la réception et la connexion aux conducteurs (34) du boîtier de conducteurs aux plots
de contact du circuit intégré, et pour déplacer le boîtier de conducteurs ainsi que le circuit intégré dans des postes de traitement successifs où le
circuit est mis en boItier et testé, puis coupé.
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